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算力基础设施将持续保持高速增长

2020 2024 2026 2028 2030

结构化数据

非结构化数据

数据来源:《智能世界 2030》

2020~2030全球每年新产生的数据总量

数字产业占比2030年将提升到全球经济的12%

全球数字经济增长产生更多数据 非结构化数据

如文本，图片、音视频等

依赖多样性算力

2020 2024 2026 2028 2030

数据来源:《智能世界 2030》

AI计算增长500倍

通用计算增长10倍

未来全球算力增长主要依靠AI

AI计算：215 EFLOPS
通用计算：313 EFLOPS

AI计算：105 ZFLOPS

通用计算：3.3 ZFLOPS
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印度 土耳其 巴西 俄罗斯 哥伦比亚 泰国 墨西哥 中国 沙特 意大利 日本 韩国 加拿大 德国 英国 阿联酋 新加坡 美国

低算力国家

中算力国家

高算力国家

人均算力发展水平情况，算力基础设施发展潜力巨大

各国人均算力值(单位:GFLOPS)
*GFLOPS:每秒10亿次的浮点运算数
数据来源:《泛在算力:智能社会的基石》
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多元算力持续迭代，机柜功耗快速跃升

服务器芯片功耗演进历程：单卡千瓦时代已来

ChatGPT

从"规模法则"到"高密时代"，从"对话Token"到"任务Token"

一次复杂任务可消耗数十万至数百万Token

推理压力

每秒千次请求需超400张A100，单卡功耗从700W跃升至

1400W+

任务爆发

OpenClaw等智能体框架催生"任务Token"需求，极大提升推

理数据量

H100 700W 风冷极限时代

GB300 1400W 全液冷机架设计，推理性能提升50%

下一代Rubin 2300W 2026下半年推出，机架功率迈向600kW

产品代际 单卡功耗 技术特征

智算业务形态转变引发机柜功率宽幅变化

多元算力：NV和昇腾引领，AMD、博通及国产厂商积极入局；OTT布局自研芯片；国产芯片聚焦推理应用，风冷为主，

持续高密：单柜功率密度持续攀升，走向单柜MW级，行业联合 应对高密带来的供电与散热挑战

通用大模型训练池
重点发展训推一体

公有云，头部互联网公司

AI 液冷整机柜的快速演进，单柜50-120kW+宽幅变化，并向未来
200kW、300kW+方向演进

数据不出域、极低时延端侧推理

私有云，政府及产数客户

从百亿参数到万亿参数的算力需求跃迁
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AIDC应弹性兼容不同代际算力设备演进

全风冷

风液混
合

全液冷

n 随着客户业务流动的常态化，传统IDC基础设施无法适配目前多元化的客户及市场需求，难以弹性适配机架功率宽幅变化。

n AIDC 规划和建设需结合算力设备代际演进统一协同规划，机房设计应具有不同代际弹性兼容。

智算机柜功耗等级演进趋势

数据来源：GCC《AIDC 基础设施规范》

架构变革：液冷从"可选"变"强制标配"，机柜功率向300kW+演进，供配电从48V走向800V HVDC

平面和空间布局具有灵活性，空间

高度和承重设计需应满足未来 3～5 

年机柜重量和层高要求的演进能力

单栋楼规模将由十 MW 级演进到百 MW

级，单个园区整体功率将到达 GW 级，

构建全链路高效供电体系

兼容 AI 液冷整机柜风、液比例变化，机

房应具备风液比例弹性，预留低温供液设

计满足未来服务器低温供液要求

以方舱为基本单元按需切换
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AIDC建设面临的挑战

基础设施方面

p智算卡算力

u智算卡的算力决定了其在处理大规模数据和复杂计算任务时的效率和速

度。随着需求增长，智算卡的算力需不断提升以应对更高的计算要求。

p组网方案

u优化的组网方案能够实现资源有效分配和协同计算，从而支持规模扩张。

p存储能力

u随着智算应用的不断扩展，对数据的存储需求也会增加，因此需要具备

足够的存储容量来支持规模扩张。

p云管能力

u有效的云管能力可提高系统的稳定性和可管理性，为规模扩张提供支持。

p线性度

u良好的线性度意味着系统能够有效地扩展，而不会因规模增长而出现性

能下降或瓶颈。

p可靠性

u提高系统的可靠性可以减少故障发生的可能性，保障业务的连续性和稳

定性。

建
筑
条
件

• 随着主机房面积越来越小，建筑空间的布局需要更加灵活，以

最大限度地容纳更多的智算设备。

• 建筑结构需要足够的承重能力，能够支撑重量更大的设备安装

和运行。承重能力能够满足从1吨到1.6吨甚至更高，并且拥有

运输搬运条件。

供
电
能
力

• 智算负荷整体波动大，需优化供电资源复用或再利用，并要确

保系统稳定性；

• 如何以及在多大程度上实现更大幅度的电源弹性设计；

• 电源考虑空间问题，是否使用一体化电源。

制
冷
散
热

• 从芯片到节点、模组到柜级/机房级等多级通路的冷量按需供给的

精准液冷问题；

• 水电隔离、漏液关断等措施，保障系统安全可靠问题。

• 工程化部署问题，对于现阶段的网络设备来说，液冷带来的电费

节省不足以弥补液冷设备成本上升、机房液冷改造部署维护成本

等带来的不足。

主设备方面
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AIDC基础设施预制化、模块化，灵活部署
n AIDC基础设施通过预制化、模块化实现灵活部署，已成为应对AI算力爆发的核心路径 。将供配电、制冷、变电站等子系统在

工厂预制完成，现场仅需拼装，大幅缩短建设周期，提升交付质量与弹性扩容能力。

机房梁下净高、架空地板高度及荷载需满足液冷机柜安装、搬运及维护要求。屋顶需考虑设置设备安装构架层，合理规划预留管井及设
备基础，满足冷却塔、干冷器等设备及管路的安装空间和荷载要求。

土建规划

供电预制化产品

供配电设备预制化，实现全链路设备融合；末端配电接口
柔性设计，末端采用智能母线进行机柜配电。

集装箱蓄电池集装箱油机中低压供配电舱

供电预制化产品

预制舱型变电站

制冷系统模块化

针对液冷散热弹性和可靠性，合理规划液冷系统；针对高密风冷散
热方案，采用空调风墙。

冷板式液冷系统+列间空调补冷 空调风墙

土建预制化 屋顶区域规划 通算向智算的平滑过渡

一体化氟泵

集成冷站
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供配电架构未来升级为400/800V高压直流
n 单个超节点的总功率往 1~10MW 演进，单集群供电往数百 MW 演进； 单模块1MW~2MW 逐渐走向 10MW~20MW，单集群供电往

数百 MW 演进，单个园区整体功率将到达 GW 级，需构建全链路高效供电体系，以实现系统能效最优。

预计架构升级节点
功率密度：250kW/柜

核心设备：工频变压器、400V HVDC、锂电池、双输入机架PSU、50V服务器

核心设备：固态变压器、备储一体锂电、能源管理系统、800V服务器

当前架构：传统UPS/240V HVDC供电架构

过渡架构：±400V等级，现有HVDC升压，产业成熟

未来架构：800V等级，高效三阶转换，直流微网

核心设备：工频变压器、UPS/240V HVDC、220VAC/240VDC服务器

预计架构升级节点
功率密度：1MW/柜

备注：参考华为规划

备注：参考英伟达规划

优势1：容量扩大、弹性供电

突破工频变压器3150kVA容量限制，直流母线容量池化、弹性供电

优势2：链路简化、效率提升

采用固态变压器（SST）实现10kVAC-800VDC-1VDC三阶转换

优势3：多能源综合利用

直流微网架构，光伏、风能、储能等多能源综合利用

优势1：母线/线缆用量大幅减少
同样母线/线缆，承载电流为380VAC的2倍
优势2：供应链成熟、系统稳定
器件供应链成熟，绝缘保持400V等级
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风冷冷却密度提升及液冷系统应用
n 为应对智算业务带来的高功率、高发热量等新挑战，近端冷将成为应用主流演进趋势；为兼容 AI 液冷整机柜风、液比例变

化，机房应具备风液比例弹性， 风液混合将成常态，液冷机柜占比攀升。

• 近端制冷：降低风机功耗，实时

按需调整避免局部热点

• 大面积换热：大制冷量适合高密

场景，提高输配介质温度更节能

• 封闭通道：封闭热通道提高回风

温度更节能，冷量冗余满足可用

性要求

风冷系统：密度提升，近端大面积换热、冷热隔离

• 列间制冷：靠近热负荷水平送风，可

消除机柜垂直温度梯度，有利消除局

部热点

• 大面积换热：传输距离近，回风距离

近、温度高，方便空调能效提升

• 封闭通道：封闭冷/热通道均可，冷量

冗余满足可用性要求

• 液冷冷却：板式液冷技术产业链成

熟、对服务器影响较小，应用广泛。

• 风冷补冷：冷板式液冷+风冷空调

补冷，解决40kw+机柜冷却

• 风液可调：针对风液散热比不同的

服务器，弹性部署满足风冷、液冷

配置比例，灵活扩容需求

液冷系统：风液冷混合部署、风液动态可调

IT：8-15kw/柜 IT：15-40kw/柜 IT：40kw+/柜
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AIDC新定位：高效、弹性、绿色

发展视角 呈现视角 过程视角 能力视角

Ø 标准化
• 土建、电源、空调
• 专业间协同

Ø 模块化
• 系统级、机房级、设备级
• 弹性方舱、集成冷站

Ø 预制化
• 装配式建筑
• 机电预制化

Ø 可视化
• 建设阶段：BIM等
• 运营阶段：AI、DCIM等

Ø 数字化
• 资源管理——准静态
• 运行监测——高动态
• 基础建模——摸形态
• 数字孪生——破常态
• 信息共享——强生态

Ø 智慧化
• 自动化→智能化→智慧化
• 设备→系统→全程全域

Ø 需求阶段：精准切入

• 区分不同业务形态

• 动态分析业务特征

Ø 建设阶段：快速交付

• 基础设施交付周期差异

• 工程管理机制优化

• 设备采购机制优化

Ø 运营阶段：便捷维护

• 可维护性设计

• 设备通用化设计

• 支撑系统优化

Ø 销售阶段：定制服务

• 多元化

• 全程化

• 个性化

Ø 能力的满足是核心

• 装机能力、网络能力、虚

拟资源能力等

• 总量需求/强度需求

Ø 安全的达标是基准

• 安全与成本、业务适配性

• 后备时长、系统可用度、

MTBF、冗余/容错

Ø 节能的运营是水平

• 业务与建设的协同

• 建设和维护的协同

Ø 智慧的管理是品质

• 生产运营智慧化

• 园区综合智慧化

Ø 效益的共赢是生态
• 建设造价
• 运营成本
• 销售定价策略

Ø 定制可适配

• 标准等级

• 配置与工艺方案

• 业务运行特性

• 其他个性化需求

Ø 弹性可调配

• 电力、空调及空间

• 弹性调配、调度和共享

Ø 动态可演进

• 适应业务发展转型

• 适应技术工艺升级

• 适应云网融合演进

Ø 绿色可持续

• 能源和资源节约

• 能源和资源循环利用

• 清洁环保、绿色低碳

• 高效经济运行
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AIDC土建工艺规划设计思路

机房及其配套用房设计承重统一为16kN/m²，满足机房用途的灵活调整要求。
屋顶需考虑设置设备安装构架层，合理规划预留管井及设备基础，满足冷却塔、干

冷器等设备及管路的安装空间和荷载要求。

新建AIDC主机房净高不宜小于6.0m，主机房架空地板高度设计应根据液冷管路部署
要求，不宜小于1m；架空地板的荷载需满足AI液冷整机柜安装需求。

n 需充分考虑机楼土建条件，屋顶或室外区域需具备液冷冷源设备的安装空间及荷载要求；楼层机房需充分考虑层高、荷载及

液冷机柜等设备搬运要求。

搬运斜坡角度宜小于5°，斜坡宽度宜大于2.2 m，在不影响设备布置的前提下，坡
度较缓，利于智算设备搬运。当不具备设置搬运坡道时，可考虑设置液压升降平台。

荷载承重

机楼空间

搬运要求

屋面设备布局示意图

屋面安装空间资源充分的，液冷机房优先部署在高楼层；反之宜优先部署在低楼层，
在室外场地部署集中冷却设备。楼层选择还应考虑后期扩容需求。

跨机房时需要将业务层设备摆放在多个机房中心位置，提前规划跨机房布线所需墙
洞、楼板洞和走线桥架等。

工艺布局
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AIDC机电工艺规划设计思路
n AIDC总体规划按照风液混合部署的模式，采用液冷散热（风液同源）、高压直流供电、预制化方舱等核心技术，以绿色低碳、

能源池化为重点，构建高密、高功率的智算应用场景。

供电系统

制冷系统

液冷机房

制冷设计：冷源池化、近端冷却、风液同源，冷量按需调度

工艺设计：采用弹性方舱，风液混合部署，提升功率密度 供配电设计：2NUPS、高压直流、智能母线、升压供电， 灵活适配

弹性供电“宽幅匹配”模块部署“按需扩容”

池化制冷“即插即用”
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典型电源系统架构

〔2500kVA机房供电模块〕

空调配电屏 末端空调设备

变压器

高/中压配电屏

市电1

太阳能/风能/分布式储能

冷冻机组 冷却塔
水泵

智能小母线 弹性PDU
主设备机柜

市电直供

中压直供240V直流

高倍率
蓄电池

主设备机柜

交流UPS 高倍率
蓄电池

市电直供

动力UPS 高倍率
蓄电池

主设备机柜

高倍率
蓄电池240V直流

智能小母线

消防、电梯
等保障负荷

照明、办公等
非保障负荷

空调配电屏

市电2

低压配电屏

变压器 低压配电屏
柴油发电机组

低压柴油发电机组

智能小母线

（目前多为列头柜，
下同）

〔2500kVA动力供电模块〕

〔2500kVA机房供电模块〕

〔2000kW×N〕

〔10000～12500kVA×N〕

〔10000～12500kVA×N〕

〔10kV机楼

配电模块〕

弹性PDU

弹性PDU
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典型空调系统架构

集分水器
阀门组

冷冻水泵
冷水主机 阀门组

冷却水泵
板式换热器

水处理
设备

二次冷冻泵

蓄冷罐

风冷预冷系统氟泵/热管设备水预冷系统冷却塔集中水冷系统冷却塔

液

水氟
换热
器

液冷
水泵

液冷
机柜

液冷
机柜

液冷
机柜

水
冷
列
间
空
调

双水盘管列间空调

冷
媒
铜
管

氟
列
间
空
调

双水盘管机房空调 房间级冷冻水空调

冷
冻
水
主
管
路

预
冷
冷
却
水
主
管
路

冷
却
水
主
管
路

水氟双盘管列间空调

风冷
机柜

风冷机柜

预冷
水泵

屋
顶
安
装

多
层
安
装

AHU/一体化氟泵安装形式

风液同源系统形式
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冷板液冷技术的主流应用

n 基于冷板液冷的二次侧系统

Ø 液冷二次侧系统主要为液冷分配单元CDU、二次侧环路、

液冷机柜、mainfold分集液管、液冷服务器等组成。

液冷机柜冷量分配单元 快速接头 液冷服务器分集液管

n 基于冷板液冷的一次侧系统

Ø 一次侧冷却系统由室外散热单元（冷却塔/干冷器）、

一次侧水泵、定压补水系统和一次侧管路等组成。

冷却塔/干冷器 循环水泵 水处理装置

n 冷板式液冷产业链成熟、兼容现网、满足未来演进要求，是业界主流应用路径。

n 通过标准化服务器、快速接头、液冷机柜等，以液冷整机柜（或者液冷服务器）为边界，一、二次侧系统兼容，推动基础设

施与IT设备解耦交付。

 冷板式液冷系统架构图
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液冷二次侧系统的灵活部署
冷板液冷“下走管”模式

p 管道工艺重点：开孔（非烧焊）、坡口、无损探伤检测

p 环管设置：不锈管金属管、不锈钢阀门、软连接、排气阀、排污阀

p 架空地板：高度≥700mm，液冷管路、补冷管路敷设在架空地板下

二
次
侧
工
艺
管
路
模
式
分
析

冷板液冷“上走管”模式

p 不锈钢管道工艺形式：

p 同下走管方式，沿管道方向设置漏液监测和集水盘。 

  

p 每个液冷机柜管路独立连接，系统管路阀门接口仅在单

个液冷机柜区域和液冷CDU分配单元区域，安全性增加。

p 仅考虑补冷管路敷设要求，地板架空高度可适配降低。

冷板液冷“EPDM软管”模式
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工程应用：风液融合实现AIDC混合部署

全风冷基础配置方案 液冷方案

8kW
普通机柜

35-40kW
智算机柜

10kW
网络机柜

图例

列间空调

全风冷方案 风液混合方案

普通服务商，需求8kW以下 智算服务商，全液冷及智算需求

列间空调 冷板式液冷+列间空调（补冷）

风冷系
统 液冷系

统

AHU

AHU

AHU

CRAC

冷仓区

冷仓
区

冷仓
区

1F

2F

3F

5F

RF

AHU

冷仓
区4F

风液融合系统架构图 冷板式液冷+AHU补冷
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工程应用：风液同源实现AIDC敏捷交付

室外侧统一冷却散热单元，提供冷却工质至液冷CDU和末

端空调，冷板液冷组件冷却服务器，末端空调提供所需补冷

部分的冷负荷。

风液同源系统架构图
风液同源： 冷板式液冷+风墙补冷

n   风液同源系统室外冷源统一规划部署，业务未明确时风冷液冷比例动态可调，针对风液散热比不同的服务器，以及服务器

更新换代后液风比可能进一步提升的情况，弹性部署满足风冷、液冷配置比例，灵活扩容需求。
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AIDC技术革新的核心方向

供配电技术：高压化、直流化已成为行业共识，其中 800V 直流微网

供电被确立为未来理想方案。英伟达规划 2027 年部署以固态变压器

为核心的全链路 800V 高压直流供电架构，国内市场同步跟进。

制冷技术：聚焦 “风冷密度提升 + 液冷系统优化”：冷板液冷是液

冷主流方向，海外英伟达从单板单相冷板向高密演进，国内推进冷板

式液冷系统级优化，推进 “风液同源” 的系统优化。

超节点与架构平等化：超节点通过平等互联技术整合数百AI芯片，

打破“内存墙”，成为智算中心新底座，支撑万亿参数模型高效训

练与推理。同时计算架构向平等化发展，实现资源池化与高效调度。

方舱预制化技术趋势：朝着“工厂集成预制 + 模块化快速交付” 

的方向演进，并叠加绿色理念，将各系统提前在工厂完成标准化集

成，形成独立方舱，现场快速部署。

n AIDC基础设施向更集成、更高效、更预制、更智能演进。
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AIDC高质量建设协同策略
n AIDC智算建设复杂度高，需要智算算力、机房内配套方案和外部配套方案高度协同，智算的部署要求影响机房内建设方案，

进而对外部电力资源、制冷能力以及土建装修等方面提出要求。

明确最终目标建设规模，制定

总体方案：

ü 明确网络架构

ü 确定主要设备选型

ü 确定设备规模

ü 确定初步布局方案

根据智算方案提出对配套资源的要求：

ü 部署目标规模所需机柜数量。

ü 根据机柜数量需求及布局方案明确终

局机房需求。

ü 提出DC仓内风冷液冷机柜配比。

ü 存在大功耗设备的还需与配套专业一

起明确设备安装位置。

机房内制定建设方案：

ü 明确方舱机柜数量及功耗、制冷等需求

ü 根据机房情况明确机房内部方舱的分布

方案

ü 优化大功耗设备在方舱内的安装位置

ü 对一次侧提出总的电量、冷量需求

总体配套确建设方案：

ü 电力系统是否满足需求，是否

需要扩容建设

ü 制冷冷源系统、末端空调等配

合建设方案

ü 机房装修、主桥架等根据机房

内配套需求进行建设

参
考
设
计

参考华为《AIDC机房参考设计》

p 按终局容量评估智算中心对建筑、结构、

供电、供冷等方面的要求。

p 充分考虑层高、荷载、天面空间、架空

地板等因素；弹性设计能源容量、管道路由

等，为未来发展预留空间
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AIDC基础设施关键要素

建筑结构 制冷散热 供配电

n 算力业务型态的演进变化对数据中心机电方案造成颠覆性影响，体现在建筑结构、制冷散热、供配电等方面巨大的变化，合

理规划机楼的基础设施资源，应满足未来 3～5 年机柜重量和层高要求的演进能力。



2026 Open AI Infra Summit

以设计引领建设，以架构支撑高密，
共建高效、弹性、绿色的AIDC基础设

施生态！


